
 

 

 
新聞聯絡人：台灣應用材料 李倢宇 

聯絡電話：03-579-3775 

e-mail：Debbie_Lee@amat.com  

發稿日期 ：民國 115 年 8 月 14 日 

本新聞稿譯自總公司發佈的新聞稿 

 

應用材料公司發布 2026 會計年度第三季財務報告 

 

• 營收 91.2億美元創新高，較去年同期上升 25%  

• GAAP毛利率為 50.3%，非 GAAP毛利率為 50.4%  

• GAAP每股盈餘為 3.17美元，非 GAAP每股盈餘為 3.50美元、創歷史新高，較去年同期分別上升
43%和 41%  

• EPIC（設備與製程創新暨商業化）中心的研發合作版圖拓展至 11項合作計畫，攜手領先晶片製造
商、大學及創新合作夥伴  

 
應用材料公司（那斯達克代號：AMAT）發布 2026年 7月 26日截止的 2026會計年度第三季財務報告。  

 
第三季財務報告  

應用材料公司本季營收達 91.2億美元，創歷史新高。依據 GAAP財報，毛利率為 50.3%，營業利益創紀

錄達 30.8億美元，占營收 33.7%；每股盈餘為 3.17美元。  

 
依據非 GAAP調整後財報，毛利率為 50.4%，營業利益創新高達 31億美元，占營收 34.0%；每股盈餘亦

創新高，達 3.50美元。  

 
本季營業活動現金流達 30.4億美元、再創新高，並透過 4.4億美元的股票回購及 4.2億美元的股利，向股

東發放共計 8.6億美元。 

 
應用材料公司總裁暨執行長蓋瑞．迪克森（Gary Dickerson）表示：「應用材料公司本季再創佳績，包括

締造公司史上最高的單季營收季增幅。隨著 AI在全球快速普及，帶動市場對我們材料工程解決方案的需求

達到前所未有的水準，我們進一步上調 2026年半導體系統事業群的營收預期，並有信心今年的成長速度

將超越整體市場。隨著客戶需求能見度持續提升，我們預期應用材料公司在 2027年將持續強勁成長。」 

 
應用材料公司資深副總裁暨財務長布萊斯．希爾（Brice Hill）表示：「應用材料公司已連續第 13 個季度實

現毛利率年增擴張，展現我們透過協助客戶打造更優異的晶片與系統，並提高晶圓廠投資報酬所創造的價

值。我們預期今年下半年營收將維持強勁表現，尤其受惠於 DRAM、先進製程晶圓代工與邏輯製程，及先

進封裝業務。展望未來，我們正進一步擴充製造產能，以支援客戶在未來數年的預期需求。」 
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財報總結 

 FY2026 第三季  FY2025 第三季  變動 

 (以百萬美元爲單位、每股盈餘和百分比除外) 
營業收入 

$ 9,115   $ 7,302   25% 
毛利率 

50.3 %  48.8 %  1.5 points 
營業淨利率 

33.7 %  30.6 %  3.1 points 
淨利 

$ 2,538   $ 1,779   43% 
稀釋每股盈餘 

$ 3.17   $ 2.22   43% 

非 GAAP 調整後財報      
非 GAAP 調整後毛利率 

50.4 %  48.9 %  1.5 points 
非 GAAP 調整後營業淨利率 

34.0 %  30.7 %  3.3 points 
非 GAAP調整後淨利 

$ 2,795   $ 1,989   41% 
非 GAAP調整後稀釋每股盈餘 

$ 3.50   $ 2.48   41% 
非 GAAP 自由現金流 

$ 2,330   $ 2,050   14% 
GAAP 及非 GAAP 調整數據之詳情請參見新聞稿後附之財務調節表，亦請見下列的「非 GAAP 調整後財務

方法之運用」。 

 

近期重點 

新產品與技術  

 推出六套用於 DRAM與先進封裝的全新晶片製造系統。  

。 升級版 Centura™ Prime™ Epi磊晶系統：可於電晶體源極／汲極區域選擇性生長摻雜矽鍺

（SiGe）與磷化矽（SiP），結合先進應變工程與精準摻雜控制技術，提升驅動電流與電晶體效

率，實現速度更快、能源效率更高的 DRAM及高頻寬記憶體（HBM）。  

。 Opta™ Quad CMP系統：專為先進封裝應用打造，可於研磨過程中持續監測晶圓狀態，並即時

動態調整製程參數，有效提升晶圓內均勻性及總厚度變異的控制能力，這對混合鍵合

（Hybrid Bonding）製程尤為關鍵。  

。 Nokota™ Vmax™ 2電化學沉積系統：專為下一代先進封裝打造，提供適用於廣泛封裝應用的高

精度銅鍍製程，涵蓋從 3D堆疊所需的矽穿孔（TSV）填充，到微凸塊成形等細間距互連結構製

程。Nokota Vmax 2導入自適應圖案化調校技術（Adaptive Pattern Tuning，APT），透過動態

調控電場分布，修正因版圖設計差異所造成的製程變異，提升整片晶圓的銅沉積均勻性。  

。 Producer™ Avila™ 2 PECVD系統：透過在矽穿孔周圍沉積應力平衡的介電薄膜，強化超薄

DRAM晶粒的機械穩定性，支援 12層、16層及未來更高堆疊層數高頻寬記憶體的可靠堆疊。  

。 VeritySEM™ 7AP關鍵尺寸量測系統：電子束關鍵尺寸量測技術可針對高頻寬記憶體及晶粒化架

構中常見的厚型、異質及高翹曲基板，提供高精度特徵尺寸量測能力。VeritySEM AP系統可依

不同尺寸與材質的晶圓自動調整量測配置，並提供次 10奈米等級的量測靈敏度，其檢測能力較

光學量測設備大幅提升。  

。 SEMVision™ G7AP缺陷分析系統：將應材在電子束缺陷分析領域的領導優勢延伸至先進封裝，

可針對矽、有機材料及玻璃等不同基板提供高解析度缺陷複檢與自動分類能力。該系統可協助客

戶快速區分關鍵缺陷與雜訊訊號，加速良率學習與製程優化。  

 推出全新沉積與蝕刻系統，協助晶片製造商持續推進邏輯與記憶體元件微縮，進一步提升新世代 AI晶

片的效能、能源效率與製造良率。  



 

 

。 Centris™ Spectral™氮化矽原子層沉積（SiN ALD）系統：採用創新微波電漿技術，可在複雜

3D結構中提供均勻的氮化矽沉積。  

。 Producer™ Selectra™鉬蝕刻（Mo Etch）系統：具備選擇性去除鉬金屬材料的能力，可應用於

字線分離（wordline separation）製程，並推動 3D NAND持續微縮。  

 發表 SENZ™整合式環境視覺平台，將波導光學、光引擎、感測、視力矯正及電子調光技術整合於單

一系統，專為搭載 AI功能的次世代智慧顯示眼鏡而打造。  

 
企業重要進展  

 宣布新增三項 EPIC 中心合作計畫。 EPIC 中心旨在大幅縮短突破性技術從早期研發推進至全面量產

所需的商業化進程。  

。 博通公司（Broadcom Inc. ）將以創新合作夥伴身分加入 EPIC Center，加速開發對次世代 AI系

統至關重要的先進晶片封裝技術。  

。 加州大學柏克萊分校 （University of California, Berkeley）將以研究合作夥伴身分加入，其師生

將與應材科學家及工程師並肩合作，推動具高度影響力的研究計畫，加速 AI運算所需材料與製

程的關鍵創新。  

。 SCREEN Semiconductor Solutions Co., Ltd.（SCREEN SPE）將以創新合作夥伴身分加入，結

合 SCREEN SPE在晶圓清洗技術方面的專業能力，以及應材在材料工程領域的領導優勢，共同

開發適用於全球最先進晶片的最佳化製程解決方案。  

 擴大新加坡的製造與研發營運，以支援全球 AI基礎建設擴建需求。斥資 5億美元打造的全新淡濱尼園

區（Tampines Campus），使應材在新加坡的先進無塵室產能增加逾一倍，並進一步強化公司的全球

製造布局。 

 宣布與 EssilorLuxottica簽署長期聯合開發協議，加速應用於擴增實境及 AI智慧眼鏡的次世代智慧光

學系統商業化。 

 發布應材最新影響力報告書，重點說明應材在實現永續發展目標的進程，以及如何協助降低製造半導

體與相關技術所需的資源，進而推動更具能源效率的運算發展。  

 

業務展望 

應用材料公司預期 2026 會計年度第四季的總營收與非 GAAP 稀釋後每股盈餘如下： 

   Q4 FY2026 

(In millions, except per share amounts)  

Total revenue   $ 10,250  +/- $ 500  
Non-GAAP diluted EPS   $ 4.02  +/- $ 0.20  
 

   FY2026第四季 

(以百萬美元為單位、百分比除外)  
總銷售淨額   $ 10,250  +/- $ 500  

非 GAAP調整後稀釋每股盈餘   $ 4.02  +/- $ 0.20  

 

本次非 GAAP 稀釋後每股盈餘展望不包含與已完成收購相關、每股 0.01 美元的已知費用；包含每股 0.01 

美元的股權薪酬調整後之稅務利益；並包含因公司內部無形資產移轉產生、每股 0.05 美元的所得稅淨利

益。不過，該展望不反映目前尚未知悉的任何項目，例如與收購相關的額外費用、其他非營運性或非經常

性項目，以及其他稅務相關項目。由於相關事項本身存在高度不確定性，公司目前並無法合理且有效估計

其未來影響。 

 

第三季應報導分部資訊 

自 2026 會計年度第一季起，管理階層已將公司 200毫米設備業務，由全球支援服務事業群調整至半導體

系統事業群。此外，自 2026 會計年度第一季起，管理階層開始將全部企業支持成本完整分攤至各營運部

門。前期數字已重新編列，以符合本年度的呈現方式。以下「其他」類別的餘額中，已包含顯示器事業群

的財務業績。 



 

 

 
 

半導體系統 FY2026第三季  FY2025第三季 
(以百萬美元為單位、百分比除外)  

營業收入 
$ 7,040   $ 5,564  

晶圓代工、邏輯及其他 
67 %  69 % 

DRAM 
26 %  22 % 

快閃記憶體 
7 %  9 % 

毛利率 
55.3 %  53.4 % 

營業利益 
$ 2,657   $ 1,837  

營業淨利率 
37.7 %  33.0 % 

非 GAAP調整後財報 
  

非 GAAP調整後毛利率 
55.4 %  53.5 % 

非 GAAP調整後營業利益 
$ 2,673   $ 1,849  

非 GAAP調整後營業淨利率 
38.0 %  33.2 % 

 

 

全球支援服務 FY2026第三季  FY2025第三季 

(以百萬美元為單位、百分比除外)  
營業收入 

$ 1,781   $ 1,463  
毛利率 

35.6 %  33.8 % 
營業利益 

$ 536   $ 400  
營業淨利率 

30.1 %  27.3 % 
非 GAAP調整後財報 

  
非 GAAP調整後毛利率 

35.6 %  33.8 % 
非 GAAP調整後營業利益 

$ 536   $ 400  
非 GAAP調整後營業淨利率 

30.1 %  27.3 % 
 

 
 



 

 

 
其他 FY2026第三季  FY2025第三季 

(以百萬美元為單位)    
營業收入 

$ 294   $ 275  
產品銷售成本和費用 

 (412)    (279)  

營業損失 
$ (118)   $ (4)  

 
非 GAAP 財務方法之運用   

應材提供投資者的非 GAAP 財務分析報告包括某些成本、支出，以及收益或損失等因素的可能影響，其中

包括某些購併相關成本、組織重整或遣散支出與相關調整、法律和解費用、資產的減損、股利及策略性投

資損益，以及一些所得稅務和相關調整項目。在非 GAAP 基礎上，股票獎勵支出相關的稅務影響將在會計

年度內按比例認列。非 GAAP 與經 GAAP 調整後財務報告結果間之調節表亦附錄於本次新聞稿後。   

 

管理階層使用這些非 GAAP 調整後的財務指標來評估公司的營運和財務績效，並用於規劃目的，以及作為

其高管薪酬計畫的績效指標。應材認為，這些措施有利於廣泛理解我們的業務績效，以及投資人站在與管

理者相同的觀點上，檢視公司營運的能力，並透過排除我們確信對營運指標不具影響性的項目，在一致的

基礎上有助於評估與比較不同期別間的經營績效。運用非 GAAP 財務指標有其限制，因為其報告非依據一

般公認會計準則所編制，有可能與其他公司相異，並且有可能排除某些對我們財報具有實質影響的項目。

這些額外的資訊並不能單獨使用，或取代依據 GAAP 所表達的財務指標。  

 

線上說明會資訊 

應用材料公司於 8月 13日太平洋時間下午 1時 30分（台灣時間 8月 14日上午 4時 30分）舉行財報電話

會議，說明本季財務結果。會議現場直播及相關簡報可至 https://ir.appliedmaterials.com 觀看。會議重播

將於 8月 13日太平洋時間下午 5時起（台灣時間 8月 14日上午 8時）在該網站提供。  

 

前瞻性陳述 

本新聞稿包含某些前瞻性的陳述，包括對我們業務與市場所預期的成長及趨勢、產業展望與需求驅動力、

技術轉換、我們業務及財務績效與市占地位、我們的資本配置與現金布局策略、投資和成長策略、新產品

及技術發展、EPIC 中心的規劃與期望、法律事務、2026 會計年度第四季業務與後續的展望，以及其他非

歷史實績的陳述。 這些陳述或假設的可能受到某些已知或未知的風險或不確定因素影響，並不保證未來績

效。  

 

可能導致實際結果與這些陳述所表達或暗示的結果有實質性差異的因素包括但不限於下列內容：對應用材

料公司產品需求的程度；全球經濟、政治和產業狀況，包括利率的變動及商品與服務的價格變動；全球貿

易問題以及貿易和出口法規的變化、許可執照要求及其解釋，以及我們及時獲得許可或授權的能力，如果

可能發生；關稅的變動、任何報復措施，以及我們減緩關稅衝擊的能力；地緣政治動盪或衝突的影響；對

半導體和電子裝置的需求；客戶對新技術與產能的要求；新技術與創新的推出；技術轉換時機；我們發

展、交付及支援新產品和技術的能力；我們滿足客戶需求的能力和供應商滿足我們需求的能力；客戶群集

中的特性；我們擴展現有市場、增加市占以及開發新市場的能力；現有及新研發產品的市場接受度；我們

在關鍵技術上獲取及保護智慧財產的能力；網路安全事件對我們及我們供應商、客戶或廠商的影響；我們

達成營運與策略計畫目標、配合業務狀況調節資源與成本結構、主要員工的募才、留才與激勵人才等能

力；併購、投資與撤資；稅法的變更；應用材料公司產品與事業群間營運費用與財報結果的變動性，以及

我們精確預測未來財測、市場狀況、客戶需求和業務需要的能力； 我們確保遵守適用法律、規則和條例的

能力；在應用材料公司提交給美國「證券交易委員會」報告中所提及的其他各種風險，包括截至最新

的 10-K、10-Q 及 8-K 表。所有前瞻性的聲明都是截至發稿日為止，依據管理上的估計、預期以及假設所

述，本公司並無義務更新本新聞稿中所提之前瞻性資料。  

 

https://ir.appliedmaterials.com/?utm_source=chatgpt.com


 

 

應用材料公司（那斯達克代號: AMAT）是材料工程解決方案的領導者，其技術深植於全球幾近所有新世代

半導體與先進顯示器的核心，並在推動人工智慧技術發展與加速次世代晶片商業化扮演關鍵角色。在應用

材料公司，我們突破科學與工程的極限，引領材料創新，驅動世界的關鍵變革。瞭解更多訊息，請至

www.appliedmaterials.com  
 

# # # 
本譯稿為英文原文的節選，內容以原文為主，中文翻譯僅供參考。GAAP 及非 GAAP 調整數據之詳情，請

參見原文後附之財務調節表。網址如下： 

https://ir.appliedmaterials.com/news-releases/news-release-details/applied-materials-announces-third-
quarter-2026-results  
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